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1. Uvod

WPT sr.o. zverejfiuje technické Specifikéacie rozhrani, na ktoré sa pripdjaju koncové zariadenia, v zmysle
§ 36 ods. 1 zékonacislo 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikéaciach. Poziadavky navysvetlenie
a doplnenie informacii,, uvedenych v tomto dokumente smerujte na adresu spolo¢nosti :

WPT s.r.o.

Fucikova 612/1

98701 Poltar

1ICO: 52 131 521 DIC:2120915599
Mobil: 0902120002

2. Predmet

WPT sr.o.
poskytuje sluzby pristupu do siete Internet prostrednictvom digitdlnych rozhrani. Vlastnosti vSetkych
rozhrani zodpovedaju konkrétnym Specifikaciam noriem IEEE.

Predmetom tejto $pecifikacie st technické rozhrania, prostrednictvom ktorych Tomas Vitéz poskytuje
pristup koncovému zariadeniu zdkaznika do verejnej elektronickej siete pre prenos dat a pristup do siete
Internet.

3. Koncovy bod siete

V koncovom bode siete sa pouzivaji nasledujuce typy rozhrani :
- rozhranie podl'a normy IEEE 802.3 [1] (Ethernet)
- rozhranie podl'a normy IEEE 802.11 [2], [4] (WIFI)

4. Rozhranie IEEE 802.3 (Ethernet)

K rozhraniu je mozné pripajat’ koncové zariadenia, ktoré vyhovujt $pecifikacii IEEE 802.3.

Fyzické charakteristiky rozhrania

Fyzicku vrstvu rozhrania popisuje odporiacnie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8 vodi¢ové, I0BASE-T
pre rychlost’ 10Mbit/s alebo 100BASE T2 pre rychlosti 100Mbit/s. VSetky Specifikacie st publikované v
normach IEEE.

Koncovym bodom siete je :

- vidlica RJ45 ucastnickej pripojnej $ntry kategorie 5 (EN 50173 [3]) , v pripade Ze nie je inStalovana
Ucastnicka zasuvka,

- ucastnicka zasuvka RJ45, ku ktorej sa pripaja koncové zariadenie pomocou pripojnej $niry kategorie 5
ukoncenej vidlicou RJ45

Pripravenie vyvodov pre rozhranie IEEE 802.3

Vyvod Popis okruhu Okruh

1 Transmitted data TD+
2 Transmitted data TD-
3 Received data RD+
4




Received data RD-

|y |01

5. Rozhranie IEEE 802.11 (WiFi)

K rozhraniu je mozné pripajat’ koncové zariadenia, ktoré vyhovujt $pecifikaciam IEEE 802.11, IEEE
802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g.

5.1 Fyzické charakteristiky rozhrania
Fyzicku vrstvu rozhrania popisuju odporti¢nia IEEE 802.11, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Rozhranie je radiové s modulaciou DSSS. Vsetky Specifikacie si publikované v normach IEEE.

Frekvenéné pasmo | 2,412 — 2,472 GHz

Modulacia : OFDM (6,9,12,18,24,36,48,54Mbps)
CCK (5.5, 11Mbps)

DQPSK (2 Mbps)

DBPSK (1 Mbps

Pristup k médiu : CSMA/CA

Frekvenéné pasmo | 5,5-5,7 GHz
Modul4cia : OFDM (6,9,12,18,24,36,48,54Mbps)

Pristup k médiu : CSMA/CA

6. Skratky

10BASE-T - rozhranie 10Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedeni
100BASE-T2 - rozhranie 100Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedeni
CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance
DSSS - Direct sequence spread spectrum

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
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